
第一图书网, tushu007.com
<<集成电路芯片封装技术>>

图书基本信息

书名：<<集成电路芯片封装技术>>

13位ISBN编号：9787121038808

10位ISBN编号：7121038803

出版时间：2007-3

出版时间：电子工业

作者：李可为

页数：222

字数：377600

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<集成电路芯片封装技术>>

内容概要

本书是一本通用的集成电路芯片封装技术通用教材，全书共分13章，内容包括：集成电路芯片封装概
述、封装工艺流程、厚膜与薄膜技术、焊接材料、印制电路板、元件与电路板的连接、封胶材料与技
术、陶瓷封装、塑料封装、气密性封装、封装可靠性工程、封装过程中的缺陷分析和先进封装技术。
　　本书在体系上力求合理、完整，并由浅入深地阐述封装技术的各个领域，在内容上接近于封装行
业的实际生产技术。
通过阅读本书读者能较容易认识封装行业，理解封装技术和工艺流程，了解先进的封装技术。
　　本书可作为高校相关专业教学用书及微电子封装企业职工的培训教材，也可供工程技术人员参考
。
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